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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

/‘ ESSAIS FONDAMENTAUX QLIMATIQUES
@ ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE
O, Troisiéme partie : Informations de base
O Section un — Essais de froid et de chaleur séche

‘ ' z PREAMBULE

1) Les décisions ou accords @e de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les és nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur sujéts examinés.

2) Ces décisions constituent des r o?ﬁdations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unificatiofl internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte d mmandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la andation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, étre indiquée en term% dans cette derniére.

/K
EFACE

. *
La présente recommandation a été établie par / ous-Comité 50B: Essais climatiques, du Comité

d’Etudes N° 50 de la CEI: Essais climatiques et méga

Elle comporte les informations de base relatives a I’ : Froid, de la Publication 68-2-1 de la CEI,
et a I’essai B: Chaleur séche, de la Publication 68-2-2 de'la CEI.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue a \@ ton en 1970. A la suite de cette réunion,
un nouveau projet, document 50B(Bureau Central)161, fut soué I’approbation des Comités nationaux
suivant la Régle des Six Mois en avril 1971. ?

ication:

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de a
Afrique du Sud (République d”)  Italie

A
Allemagne Japon @
Bt
o

Australie Norveége

Autriche Pays-Bas

Belgique Portugal O/
Danemark Roumanie

Etats-Unis d’Amérique Royaume-Uni 6

Finlande Suéde Z-
France Suisse
Hongrie - Tchécoslovaquie @
Iran ’ Turquie ﬁ
¢

Israél Union des Républiques Socialistes &es



-INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

/’ BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES
@ Part 3: Background information
Section One — Cold and dry heat tests

FOREWORD
1) The formal decisions or agr of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having ial interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the subje€ts dealt with.

2) They have the form of recommendatiA)r i‘ntemational use and they are accepted by the National Committees in that

sense /

3) In order to promote international umﬁc@ the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendations and t responding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

/s

PR E

This recommendation has been prepared by Sub-Cér ittee SOB, Climatic Tests, of IEC Technical
Committee No. 50, Environmental Testing.

It gives background information for Test A: Cold, of I;%hcatmn 68-2-1, and Test B: Dry Heat,
of IEC Publication 68-2-2.

A first draft was discussed at the meeting held in Washmgto@WO. As a result of this meeting, a
new draft, document 50B(Central Office)161, was submitted t e@tional Committees for approval
under the Six Months’ Rule in April 1971.

The following countries voted explicitly in favour of publication: :®

Australia Japan

Austria Netherlands /&

Belgium Norway /
Czechoslovakia Portugal @
Denmark Romania

Finland South Africa (Republic of)

France : Sweden 6
Germany Switzerland ﬁ
Hungary Turkey

Iran Union of Soviet Socialist Republics
Israel United Kingdom

Italy United States of America L

§



1.1

1.2

1.3

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Troisiéme partie : Informations de base
Section un — Essais de froid et de chaleur séche

uction

opctionnement des composants et équipements est influencé et limité par une température
ui dépend a la fois des conditions ambiantes extérieures au matériel et de I’énergie
jtérieur méme du matériel.

Lorsqu gradients de température existent dans le systéme formé par le matériel et le
milieu qui | re, un processus de transfert de chaleur s’établit.

- Les essais de? et de chaleur séche peuvent avoir des variations brusques ou lentes de la
température et s uer a des spécimens ne dissipant pas d’énergie ou dissipant de I’énergie
(ceux-ci avec ou sans ytemes de refroidissement propres).

Selon le cas, I'utili des chambres d’essais avec et sans circulation forcée de I’air est
considérée. Un dlagrammt®nplet de toutes les procédures est donné dans I'annexe K.

Conditions ambiantes de référen

Malheureusement, les conditi biantes réelles dans lesquelles le matériel devra fonctionner
ne sont, normalement, ni. connues @ précision ni bien définies; il n’est donc pas possible de
les utiliser comme base pour la cons on des matériels, pour I’établissement des spécifications
ou pour les essais.

Il est donc nécessaire de définir, a ces s conditions ambiantes de référence convention-
nelles qui peuvent €tre spécifiées compte te s considérations suivantes.

Matériels ne dissipant pas d’énergie

Si la température ambiante est uniforme et co t qu’il n’y a pas de dissipation d’énergie
a Tintéricur du matériel, un transfert de chaleur s’ ra de I'atmosphére ambiante vers le
matériel si celle-12 est & une température supérieure é@-ci, et du matériel vers I’atmosphére
ambiante si celle-ci est 4 une température plus basse q lui-la. Ce transfert de chaleur se
poursuivra jusqu’a ce que toutes les parties du matériel aient a la température de Iatmosphére
environnante. Le transfert de chaleur cessera a partir de ce nfOmént:1a et ne se reproduira que
si la température ambiante varie. Dans ce cas, la définition ‘dg”la_température ambiante de
référence est simple, la seule condition étant qu’elle soit uniforme ehdonstante. Dans le cas ol
le matériel n’atteint pas la température de ’atmosphére enwronnantﬁmtxon de la tempé-
rature de référence est plus complexe et les conclusions du paragraphe .38t applicables.

Matériels dissipant de I’énergie

S’il y avait une dissipation d’énergie a I'intérieur du matériel sans transfert d
I'atmosphére ambiante, la température du matériel s’éléverait au-dela de todfe
résulte que si une température stable finit par étre atteinte, cela implique que la ¢
de facon continue du matériel vers 'atmosphére, d’ou refroidissement du matériel que
soit ’'atmosphére ambiante. Mais si la température ambiante s’éléve, une élévation pl@or—
tante de la température peut se produire dans le matériel.
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)6 Section One — Cold and dry heat tests
7
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1.3

Intro

The pe ance of components and equipments is influenced and limited by their internal
temperatu ich depend on the external ambient conditions and on the heat generated within

the device it:

Whenever tentpegature gradients exist in the system formed by a device and its surroundings,
a process of heat @er will ensue.

The tests cover cal?-‘d dry heat testing, with both sudden and gradual change of the

temperature, and of eat-dissipating and heat-dissipating specimens (the latter with or
without artificial cooling). /‘

The use of test chambers@ and without forced air circulation is covered as appropriate.
A general block diagram of the&l procedure is given in Appendix K.

Reference ambient conditions

Unfortunately, the actual ambien itions in which the device will have to work are
normally neither accurately known nor @deﬁned, so that it is not possible to use them as
a basis for design, specification or testing? ﬁ

.

4

For these purposes, it is necessary to define €0 tional reference ambient conditions which
may be specified taking into account the followin, siderations.

Devices without heat-dissipation

If the ambient temperature is uniform and constan re is no generation of heat within
the device, heat will flow from the ambient atmosphere' he device if the former is at a
higher temperature, and from the device into the ambient a here if the latter is at a lower
temperature. This heat transfer will continue until the device reached in all its parts the
temperature of the surrounding atmosphere. From that momew the heat transfer ceases
and will not start again unless the ambient temperature changes.?his case, the definition

of a reference ambient temperature is simple, the only condition bein! it shall be uniformly

distributed and constant. For the case when the device does not reac temperature of the
surrounding atmosphere, the definition of a reference temperature is mpiicated and
the conclusions in Sub-clause 1.3 apply. 5

Devices with heat-dissipation

If heat were generated within the device and there were no heat transferﬁ bient
atmosphere, the temperature of the device would rise beyond any limit. It followa@l‘ an
ultimate steady temperature is reached, this implies that heat is flowing continuously og the
device into the atmosphere whereby the device is always cooled, no matter what the a
atmosphere is. Only if the ambient temperature rises, a further rise of temperature within@
device may occur.





